AIM TECH TIP ARTICLE EFECTO DE LA QUIMICA DE LIMPIEZA "l"
BAJO EL ESTENCIL EN EL RENDIMIENTO DE LA IMPRESION

POR TIMOTHY O'NEILL Solder plus Support

! ! para el componente 0201 probado. La FIGURA 1. muestra
¢Puede un cambio de solvente en la impresora una seccion del vehiculo de prueba utilizado para el

mejorar la impresion SMT? experimento.

APERTURAS DE ESTENCIL

Publicado en CIRCUITS ASSEMBLY

Ref Longitud | Ancho | Area | Grosor del | Componentes | Pads
. . . . . (um) (pm) Ratio | esténcil or tablilla or
Cualquieringenierotestificaraquelas pruebasdelaboratorio ! ! P "I?ablilla
pueden no tener correlacion con los resultados de campo. 0201 | 368 310 0.82 | 4mil/100um | 30 60

Los datos de laboratorio se desarrollan en condiciones
ideales para generar datos precisos y repetibles, mientras
que un entorno de produccion se introducen variables que
no pueden reproducirse en el laboratorio.

TABLA 1. Dimensiones de apertura de esténciles.

En este informe, el laboratorio de aplicaciones de AIM se
aproximé a un entorno de produccion en una prueba de
impresion de varias horas para cuantificar el efecto del
solvente de limpieza bajo el esténcil en el rendimiento de la
pasta de soldadura. Este experimento comparé el alcohol
isopropilico (IPA) y un nuevo limpiador de esténciles.
El IPA no se recomienda como limpiador de esténciles e-‘
durante el proceso, pero se utiliza a menudo porque es
barato, eficaz y facil de conseguir. Sin embargo, el IPA no
es un componente de las pastas de soldadura y, por lo
tanto, puede provocar cambios en la pasta que afecten
negativamente al rendimiento.

INICIO

Imprimir 5 PCBs y leer por SPI
(Standard Parameters and Conditions)

Consecutivamente imprimir una
tablilla

20 veces ejecutando el

deim) rmal
(Cargando, imprimiendo, descargando)
Limpiar con la maquina automatica y limplar cada 5 tablillas

de limpiador de esténcil (WV-D)

Cambiar latablilla por una nueva
para reducir residuos y posibilidad
'de contaminacién en la pasta

Consecutivamente imprimir una
tablilla 20 veces ejecutando el
ciclo de impresién normal
(Cargando, imprimiendo, descargando)
y limpiar cada 5 tablillas

Cada ciclo
duré
30 min

Consecutivamente imprimir una
tablilla 20 veces ejecutando el

ciclo de impresién normal
(Cargando, imprimiendo, descargando)
ylimplar cada 5 tablillas

Cambiar la tablilla por una nueva
para reducir residuos y posibilidad
de contaminacién en la pasta

Imprimir 5 PCBs y leer por SPI
Consecutivamente imprimir una (Standard Parameters and Conditions)
tablilla 20 veces ejecutando el
ciclo de impresién normal
(Cargando, imprimiendo, descargando)
y limpiar cada 5 tablillas

Un ejemplo de este cambio es que la pasta expuesta al IPA
puede volverse pegajosa, reduciendo asi la eficiencia de
transferencia. Este efecto puede ser facilmente detectado
por los equipos de inspeccidn de pasta de soldadura (SPI).
Los cambios mas sutiles pueden dar lugar a problemas

Cambiar la tablilla por una nueva
para reducir residuos y posibilidad
de contaminacién en la pasta

FIGURA 2. Diagrama de flujo del experimento.

mas dificiles de detectar. La pasta de soldadura que ha DATOS DE REFERENCIA

sido Comprometlda puede causar la acumulacién de flux Tablillas | Total de Total | Pads per | Total Wipe | Total Print
en la parte inferior del esténcil. La acumulacion de flux Probadas | Componentes | Pads | Board Cycles Cycles
puede reducir la resolucion de la impresion, lo que puede 80 2400 4800 |60 272 1360

dar lugar a diversos defectos de soldadura, como “bridging”
y beads/bolas de soldadura.

TABLA 2. Datos de mediciones.

Este experimento requeria simular un entorno de
Se eligi6 una serie de componentes 0201 para el produccion mientras se aislaba el efecto del disolvente
experimento porque son los que mejor demuestran los  de limpieza en una pasta de soldadura no clean SAC305
aspectos mas dificiles de un montaje tipico. La TABLA 1. (FIGURA 2). Utilizando el mismo vehiculo de prueba, se
muestra las dimensiones de las aberturas de los esténciles  ejecutaron 80 ciclos de impresion en 30 min. con un ciclo de
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dida importante porque

en es una me

La altura tambi
la variacién en la altura de la pasta, o “orejas de perro”,

puede causar un rendimiento de soldadura inconsistente.

vacio.
depdsitos de pasta de un componente de muestra 0201. Las

volumen de pasta insuficiente puede dar lugar a aperturas
no humedas dificiles de detectar y a un aumento del
Las FIGURAS 4 a 7 muestran los resultados de SPI de los
placas de prueba con el limpiador recomendado estaban

limpieza wet-vac-dry bajo el esténcil realizado después de
cada cinco PCBs. Después de 30 minutos, se imprimieron
cinco tablillas de prueba virgenes y se recogieron las
mediciones de altura y volumen de SPI. La prueba se
pasta de soldadura no se reponia durante la duracién de
la prueba para minimizar la dilucién del disolvente bajo el

realizé durante 8 hr. (un turno tipico de produccion), y la
esténcil en la pasta fresca.
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Process Capability Report for Volume (%) Shapes 0201

LSL usL 1754
Process Data | Overall
LsL 50 — — —  Within
L‘S’I.g“ 150 ,’“l Overall Capability
Sample Mean  127.433 [Nl PP 2.10 150
sample N 2200 [ PPL  3.25
StDev(Overall) 7.94132 [ PPU 095
StDev(Within)  4.0689 - Ppk 095
I N | _Cpm__ - ] 125 |
] Potential (Within) Capability —
! cp 410 ®
| CPL  6.34 k1
[ CPU 185 E
Ccpk  1.85 3 1004 *
2
s u
56 70 84 98 112 so -
Performance | i
Observed Expected Overall Expected Within
PPM < LSL 0.00 0.00 0.00
PPM > USL 714.29 224377 0.01 - .
e il oo | Volume(%) 0201 AIM R ded Cleaner Volume(%) 0201 IPA
FIGURA 7. Valores SPI de la altura de la soldadura utilizando IPA como
disolvente bajo el esténcil. FIGURA 10. Box plots con todos los datos.
Process Capability Report for Volume (%) Shapes 0201 La mejora continua del proceso (CPIl) es la base de
s ust los principios de fabricacion Kaizen e 1SO. Un simple
LSL Pro‘essDﬂ;D - gf‘l’tel'::\“ . . .
E‘:S?TM o v capasis cambio de solvente en la impresora es una mejora de
mple Mean 137, : ) ) i
e L Pou 095 bajo costo que puede tener beneficios medibles en un
StDev(Within) 4.0689 2::‘ 0.35 . » .
| potenial it Capabiy | proceso de impresion SMT. Otras ventajas pueden ser

)

v 1s la disminucion del consumo de pasta, ya que se requiere
menos reposicion de pasta, y la reduccion del consumo
de medios de limpieza, ya que se pueden aumentar los

s 70 s s a2 1% 10 1 intervalos de limpieza.
Observed ’Ei'&"&:&“ému Expected Within
PPM < LSL 0.00 0.00 0.00
PPM > USL 714.29 2243.77 0.01
| PPM Total 714.29 2243.77 0.01 |

FIGURA 8. Informe de capacidad de proceso utilizando el limpiador de Agradecimientos
bajo del esténcil recomendado por AIM.

Un agradecimiento especial al director del laboratorio de

Process Capability Report for Volume (%) Shapes 0201 . . L. ,
aplicaciones de AIM Soldadura de México, Andrés Lozoya,

LsL usL s . ~ . . a
o Procesoats ‘ B por su aportacion al disefio del experimento y su ejecucion,
Target o A — 1 . , .
Sample Mean 136,045 i O:gf “g%"“’ y a Carlos Tafoya, director de apoyo técnico de AIM, por su
sample N 4200 o 5
Socvemny Ssesrs i i o orientacion y experiencia.
| 1 Potential (Within) Capability

1 cp 299

1 CPL 473

! CPU 125

1 Cpk  1.25

40 60 80 100 120

Performance
Observed Expected Overall Expected Within
PPM < LSL 6904.76 0.05 0.00
PPM > USL  89761.90 78798.57 83.98
PPM Total  96666.67 78799.62 83.98

FIGURA 9. Informe sobre la capacidad del proceso utilizando el solvente
IPA bajo el esténcil.
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